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HS系列微米级球形硅微粉 
         
 
 

 
 

 

 

一、产品简介 

 
     新日铁住金材料株式会社微米社（NIPPON STEEL & SUMIKIN MATERIALS CO., LTD. 
MICRON CO. 以下简称微米社）成立于 1985年，由日本新日铁股份公司（现为住金股份公
司）和播磨耐火炼瓦股份公司（现更名为黑崎播磨股份公司）共同出资设立。微米社是世界

上最先利用熔射法，使真球状微粒子制造技术在大规模的工业化生产中得以实现的材料供应

商。作为新日铁集团的新材料的先驱者，微米社主要致力于半导体封装材料的研发、生产和

供应，伴随着 IC高集成化封装技术的提高，这种球形化原料被广泛采用，并深受好评。 
微米社生产的球形硅微粉具有单分散、表面光滑、流动性好、介电性能优异，热膨胀系

数低，电绝缘性好，在氧化中形成多层保护层，具有良好的力学性能和抗高温抗氧化性能等

特点。该产品可广泛应用于大规模、超大规模集成电路封装及电子元器件、高压电器件的绝

缘浇注；也可用于高级橡胶轮胎、硅橡胶、硅基基板材料、高档油墨、涂料、密封胶、粘合

剂、电子陶瓷、光学石英玻璃、工程塑料增强改性、功能塑料薄膜、拉制光导纤维、医用牙

科材料、化妆品以及化工医药、环保等众多领域。同时，该产品也可作为生产石英陶瓷坩埚

的添加剂，用以提高石英坩埚的强度和韧性并减少脱模时间。总之，球形硅微粉已经成为许

多高科技领域最重要、最关键的基础原料之一。 
 
二、技术指标： 

 
1、HS-10系列球形硅微粉 

球形硅微粉 产品编号（Re-Order No.） 
技术指标（典型值） 单位 HS-102 HS-103 HS-104 HS-105 HS-106 
粒度（D50） µm 25.0 26.0 27.0 24.5 19.5 

湿式粒度：75µm+ 

          45-75µm 

粒度界限： µm+ 

% 

% 

% 

Tr 

25.5 

--- 

Tr 

25.5 

--- 

Tr 

26.5 

--- 

0.1 

26.5 

--- 

Tr 

17.5 

--- 

比表面积 M2/g 1.7 2.0 2.5 2.5 2.7 

真比重 --- 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 

球形度  45-75µm 

        10-53µm 

--- 

--- 

0.89 

--- 

0.90 

--- 

0.91 

--- 

0.93 

--- 

0.93 

--- 

SiO2 纯度 % 99.9 99.9 99.9 99.9 99.7 

主要不纯物  Al2O3 ppm 500 500 500 500 2,500 
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            Fe2O3 

            Na2O 

            K2O 

15 

20 

20 

15 

20 

20 

15 

20 

20 

15 

20 

20 

20 

30 

30 

离子不纯物  Na+ 

            Cl- 
ppm 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

电导率 uS/cm 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

pH值 --- 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 

粒度界限 µm 75 75 75 75 75 

注：上述指标为典型值，仅供参考，并非完全保证值。准确的数值应以供应者或卖方提供的检测报告为准。 
 

2、HS-20系列球形硅微粉 

球形硅微粉 产品编号（Re-Order No.） 
技术指标（典型值） 单位 HS-202 HS-203 HS-204 HS-205 

粒度（D50） µm 16.0 10.0 11.5 8.5 

湿式粒度：75µm+ 

          45-75µm 

粒度界限： µm+ 

% 

% 

% 

Tr 

--- 

0.1 

Tr 

--- 

0.1 

Tr 

--- 

0.1 

0.1 

--- 

0.1 

比表面积 M2/g 3.4 3.7 3.5 3.7 

真比重 --- 2.21 2.21 2.21 2.21 

球形度  45-75µm 

        10-53µm 

--- 

--- 

--- 

0.95 

--- 

0.95 

--- 

0.95 

--- 

0.95 

SiO2 纯度 % 99.7 99.7 99.7 99.7 

主要不纯物  Al2O3 

            Fe2O3 

            Na2O 

            K2O 

ppm 

2,500 

20 

30 

30 

2,500 

20 

30 

30 

2,500 

20 

30 

30 

2,500 

20 

30 

30 

离子不纯物  Na+ 

            Cl- 
ppm 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

电导率 uS/cm 2.0 2.0 2.0 2.0 

pH值 --- 5.5 5.5 5.5 5.5 

粒度界限 µm 53 45 32 20 

注：上述指标为典型值，仅供参考，并非完全保证值。准确的数值应以供应者或卖方提供的检测报告为准。 
 

3、HS-30系列球形硅微粉 

球形硅微粉 产品编号（Re-Order No.） 
技术指标（典型值） 单位 HS-301 HS-302 HS-303 HS-304 HS-305 
粒度（D50） µm 2.5 7.0 8.5 25.0 85.0 

湿式粒度：75µm+ 

          45-75µm 

% 

% 

Tr 

Tr 

Tr 

1.5 

Tr 

Tr 

0.1 

15.0 

Tr 

--- 

比表面积 M2/g 8.0 2.5 1.2 0.6 0.3 

真比重 --- 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 

球形度   4µm+ --- 0.97 0.95 0.95 0.89 0.95 
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SiO2 纯度 % 98.5 99.9 99.9 99.7 99.7 

主要不纯物  Al2O3 

            Fe2O3 

            Na2O 

            K2O 

ppm 

10,000 

60 

60 

60 

400 

20 

20 

20 

400 

20 

20 

20 

2,500 

20 

30 

30 

2,500 

20 

30 

30 

离子不纯物  Na+ 

            Cl- 
ppm 

0.5 

0.5 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

电导率 uS/cm 3.5 2.0 2.0 2.0 2.0 

pH值 --- 5.1 5.5 5.5 5.5 5.5 

粒度界限 µm 106 75 20 75 125-75+ 

注：上述指标为典型值，仅供参考，并非完全保证值。准确的数值应以供应者或卖方提供的检测报告为准。 
 

三、包装 
牛皮纸袋装，根据不同规格，每袋净重包括 15、20、25公斤包装。实际包装以合同确认

为准。 
 
四、应用领域介绍（部分） 

 
球形硅微粉主要用于大规模、超大规模和特大规模集成电路的封装上。微电子工业的迅

速发展，对硅微粉提出了越来越高的要求。硅微粉不仅要超细、高纯度、低放射性元素含量，

而且对颗粒形状提出了球形化要求。高纯熔融球形硅微粉（球形硅微粉）由于其流动性好，

表面积小，堆积密度高，填充量可达到较高的填充量，与树脂搅拌成膜均匀。硅微粉的填充

率越高，塑封料的膨胀系数就越小，也就越接近单晶硅的热膨胀系数，由此生产的电子元器

件的使用性能也越好。用球形硅微粉制成的塑封料应力集中小，强度高，球形硅微粉的应力

集中仅为角形硅微粉应力集中的 60%。因此，球形硅微粉塑封料封装集成电路芯片时，成品率

较高，且运输和使用过程中不容易产生机械损伤。球形硅微粉无棱角，因而对模具的磨损小，

模具的使用寿命长，塑封料的封装模具十分精密而且价格很高，使用球形硅微粉塑封料可降

低模具成本，提高经济效益。 

 
1、电子封装用球形硅微粉 

 
环氧模塑料（EMC－Epoxy Molding Compound）即环氧树脂模塑料、

环氧塑封料，是由环氧树脂为基体树脂，以高性能酚醛树脂为固化

剂，加入硅微粉等为填料，以及添加多种助剂混配而成的粉状模塑

料。塑料封装（简称塑封）材料 97%以上采用 EMC，塑封过程是用

传递成型法将 EMC挤压入模腔,并将其中的半导体芯片包埋，同时交联固化成型，成为具有一

定结构外型的半导体器件。球形硅微粉用作填充料可以极大提高制品刚性、耐磨性、耐侯性、

抗冲击、抗压、抗拉性、耐燃性、良好的耐电弧绝缘特性和抗紫外线辐射的特性。用球形硅

微粉填充的环氧树脂塑封料的导热系数小，膨胀系数小，用作微电子元件基板及封装的填充

率可达到 90%，可作为大规模、超大规模集成电路理想的基板材料和封装材料。 

    球形硅微粉与树脂搅拌成膜均匀，树脂添加量小，流动性最好，填充球形硅微粉的最高

重量比可达 90.5%，因此可生产出使用性能极佳的电子元器件。此外，球形化制成的塑封料应

力集中最小，强度最高，因此，球形粉塑封料封装集成电路芯片时，成品率高，并且运输、
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安装、使用过程中不易产生机械损伤。第三，球形粉摩擦系数小，对模具的磨损小，可以使

模具的使用寿命提高一倍，并且成本也降低了很多。 

 

2、电子油墨用球形硅微粉 
高纯球形硅微粉具有很好的流动与润滑性，可以达到更好的分散

悬浮和稳定，球形硅微粉用于油墨和颜料中，可使油墨和颜料用

量少反而遮盖力高，光泽好，树脂粒度细腻，成膜连续，均匀光

洁，膜层薄，使印刷的图像清晰，若用在 UV 油墨中，可加快其

固化速度，同时由于填料的细微均匀分散而消除墨膜的收缩起皱现象。会使油墨色彩艳丽而

发光，印出更精美的图像。   

 

 
3、光导纤维原料 高纯球形硅微粉 

光纤通信是一种现代化的通信手段，它可以提供大容量、高速

度、高质量的通信服务。光纤通信所使用的光缆，其主要部件

为光导纤维。 
球形熔融硅微粉具有表面光滑、比表面积大、硬度大、化学性

能稳定、膨胀系数小、滚动性好、机械性能优良等独特的性能。随着微电子工业的迅猛发展，

不仅要求对其超细，而且要求其有高纯度、低放射性元素含量，特别是对于颗粒形状提出了

球形化要求。球形硅微粉由于其有高介电、高耐热、高耐湿、高填充量、低膨胀、低应力、

低杂质、低摩擦系数等优越性能而成为制造光导纤维的优质原料  
 
 
4、化妆品原料 高纯球形硅微粉 

球形硅微粉通过一种创新的工艺方法制造而成，可获得较窄的

粒径分布，较大的表面积，具有如下独特性能：  
它的较小平均粒径决定其良好的平滑性；它的较窄粒径分布决

定其良好的流动性和触感；它的较大比容积决定其化妆品配方

更经济。它的较大比表面积使其具备了良好的吸收功能，可用于香料、营养物 及保护化学

品。 
    球形二氧化硅，应用于口红、粉饼、粉底霜等配方中具有如下特性：良好的分散性和油
相中的相溶性；对皮肤有良好的亲和性；良好的疏水性，可增强化妆持久性。 
    球形硅微份应用在液体中起到增稠和触变性能，在液相中起到悬浮和再分散性，在粉状
产品如粉饼中能提高流动性和贮存的稳定性从而起到防结块的作用，因其比表面积高的特点

还能作为吸附剂和载体的作用，能吸附气体、液体、固体物质。 
 
 
5、高级陶瓷用球形硅微粉 

我公司生产的高纯球形硅微粉作为节能矿物原料，应用于

特种耐高温陶瓷材料中，对于降低烧成温度和提高成品率

等亦收到理想效果。高纯球形硅微粉作为载体、填料，被

广泛应用于提高陶瓷制品的韧性、光洁度；由球形硅微粉与高性能树脂、陶瓷为基体的先进

复合材料（Advanced Composite Materials，简称 ACM）制成的耐高温陶瓷基复合材料是用
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于飞机、火箭、卫星、飞船等航空航天飞行器的理想防热瓦片材料。应用于精密陶瓷、电子

陶瓷、高级陶瓷、人造莫来石材料、搪瓷釉和特种耐火材料，具有介电性能优异，热膨胀系

数低，电绝缘性好，在氧化中形成多层保护层，具有良好的力学性能和抗高温抗氧化性能，

还可以解决陶瓷的脆性问题。陶瓷中加入球形硅微粉后，更加致密、耐热冷疲劳、强度大大

提高。特种耐火材料中加入球形硅微粉后具有良好的流动性、烧结性、结合性、填充气孔性

能等使之特种耐火材料具有结构密、强度高、耐磨损、抗侵蚀等特性。球形硅微粉优良的物

理性能、极高的化学稳定性、和独特的光学性质，已经成为许多高科技领域最基础、最重要、

最关键的原料。 
 
6、光纤光缆填充油膏稠化剂用 球形硅微粉 

光缆在长期使用过程中，由于水分及潮气的渗入，将导致光

缆的传输性能劣化，甚至不能使用。为了防止水分的侵入及

在制成光纤相互摩擦而损坏光纤，除了在光缆空隙中填充光

缆油膏外，还需要在光纤上涂上光纤油膏。本公司高纯球形

二氧化硅可取代使用进口原料，因此不仅成本低，而且各项性能指标达到了进口同类产品的

水平。以本公司高纯球形二氧化硅为主要原料的油膏填充稠化剂，用于生产光纤光缆、电缆

绝缘填充油膏：增稠、触变性好，针入度大，可常温施工，胶体稳定，滴点高、油分离小，

高低温性能优良，使用温度范围宽，赋予疏水性。 
 
7、光学器件及光电行业用精密研磨粉 球形硅微粉 

通过超细、分级制备的球形硅微粉，不容易对工件表面产生

随机划伤，并且能提供最佳的磨削效率和表面光洁度，应用

于抛光金属表面、精密阀门、硬磁盘、光盘、磁头的抛光，

洗涤轴承，汽车抛光剂，均有很好的效果。实验表明，此种

研磨粉能够减少研磨和抛光次数至少 10－20％，能够实现快速研磨和抛光。 

同时，高纯球形硅微粉也广泛用于光学器件及光电行业的精密研磨，特别适合研磨、抛

光半导体单晶多晶硅片、显像管玻壳玻屏、光学玻璃、液晶显示器（LCD、LED）玻璃基板、
压电石英晶体、化合物半导体材料（砷化镓、磷化铟）、磁性材料等半导体行业。 
 
8、涂料、油漆用高纯球形硅微粉 

高纯球形硅微粉具有常规 SiO2所不具有的特殊光学性能，它

具有极强的紫外吸收，红外反射特性。它添加到涂料中能对

涂料形成屏蔽作用，达到抗紫外老化和热老化的目的，同时

增加了涂料的隔热性。将高纯球形硅微粉作掺杂到紫外光固

化涂料中，明显地提高了紫外光固化涂料的硬度和附着力，还减弱了紫外光固化涂料吸收 UV

辐射的程度。从而降低了紫外光固化涂料的固化速度。 

高纯球形硅微粉拥有庞大的比表面积，表现出极大的活性，能在涂料干燥时形成网状结

构。同时增加了涂料的强度和光洁度，提高了颜料的悬浮性，能保持涂料的颜色长期不变。 

填料添加量对油漆、涂料粘度的影响至关重要，在油漆、涂料中使用球形硅微粉作功能

性填料，不但可大幅降低树脂用量，进而大幅降低生产成本，而且还能提高油漆、涂料质量，

使油漆、涂料达到低收缩率、低粘度、高添加量、高耐磨性和良好贮存性的目的。 
 
9、石英坩埚领域 
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石英坩埚生产是半导体行业的附属产业，近年来受光伏产业的迅猛

发展，在使用数量以及增长速度上都得到了快速提升。石英坩埚在

生产多晶硅、单晶硅中被广泛使用。为了生产高质量半导体原料，

多晶硅被放置于加高温的石英坩埚内，而单晶硅会在溶化硅料中被

提炼出来。石英是少量能够在生产过程拥有高质量和抗高温的可使用材料之一。坩埚生产是

一个非常复杂的过程，其中一点就是要精确生产一个坩埚的明确尺寸。主要生产商在尝试把

坩埚变得越来越大，更大直径的坩埚意味着能获得更大直径的单晶硅棒从而获得更大直径的

硅片。而大的坩埚毫无疑问需要更高质量的石英原料。 

 
五、联系方式 

如您对以上产品感兴趣，或需要了解更多相关信息，请按照以下信息联系我们： 

 

全国免费销售热线：4008-900-668 
 
北区销售业务： 
北京赛诺硅业有限公司 
电话：(86-10) 82070680；82070681；82070683 
传真：(86-10) 82070690;  82079576 
E-Mail: sales@sinosi.com  或  sales@sinosi.org 
Http://www.sinosi.com or Http://www.sinosi.org 
 
南区销售业务： 
福建联合新材料科技有限公司 
电话：0591-88080795； 88080793 
传真：0591-88081770 
E-Mail: qingrong_guo@unitejapan.co.jp 或 longpeng_ai@unitejapan.co.jp 
Http://www.unitechina.cn 
联系人：郭清荣、艾龙鹏 
 
六、特别声明： 
中彰国际（SINOSI）保留您在未及时得到通知的情况下对上述文件内容和条件随时进行修改
或变更或因技术升级而发生的随时进行更新的权利。 
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